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１．概要（Summary） 
  農作物、果樹等の生産において、植物の生体情報に

基づいて果樹や作物の水分制御や施肥管理が実現でき

れば、作物の生産性向上や高品質な果実の安定生産に

繋がるため、植物シ－ト末端での水分量のモニタリング技

術の確立に大きな期待が寄せられている。本研究では、

本支援機関の公開支援装置群を利用することで、直径が

数mm以下の植物シ－ト末端等の樹液流量を低ダメージ

で測定可能な超小型道管流センサを製作した。続いて、

実際の植物体への装着・固定を狙いに、製作したセンサ

チップをポリイミド製の FPC(flexible printed circuits)上
に搭載し、実装関連の基本実験を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

・イオンシャワー（エリオニクス社製, EIS-200ER） 

・両面マスクアライナ（ユニオン光学社製, PEM-800） 
・デュアルイオンビームスパッタ装置（ハシノテック社製, 
10W-IBS） 

 

・実験方法 

本研究では、 両面マスクアライナを用いて、細径プロ

－ブ形状のパタ－ンを形成すると共に、マイクロヒータ、

温度センサのパタ－ン形状を形成した。また、イオンシャ

ワーを用いたドライエッチング技術、デュアルイオンビーム

スパッタ装置を用いた薄膜形成技術を駆使して、細径プ

ロ－ブ、マイクロヒータ、および pn 接合ダイオードを Si チ
ップ上に一括形成した。 

更に、製作したチップは、Fig. 1 に示すようなポリイミド

フィルム(約 25 μm)上に電極配線が形成されており、Au
電極パッド上にフリップチップボンディング等の実装技術

を駆使してチップを固定した。尚、植物への装着は、まず

マイクロプロ－ブ部を茎に差し込み、フィルム自体を植物

体の茎に巻き付けて用いる構造となっている。 

  

Fig. 1 Chip mounting method and its 
attachment for plant branches 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 2 に製作したセンサチップを搭載した FPC の外観

写真を示す。センサ各部の導通試験で問題のないこと、ま

た、チップのフィルム実装前後において、ヒ－タ特性や温

度センサの特性に顕著な変化がないことを確認した。 

            

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 2  Sensor chip mounted on FPC 
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